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Verfahren zur mechanischen Separierung reproduzierbarer, di&reter 
Leiterbahne n auf mit leitender Schicht bedecktem Isoliermaterial 

Beschreibung 



Die Erfindung betrlfft ein Verfahren zum Herstellen diskreter, separater, reproduzier- 
barer Leiterbahnen, auch Leiterziige genannt, die dauerhaft mit einer Schicht aus nicht-' 
leitendem Material verbunden sind. Es handelt sich urn ein mechanisches Verfahren ohne 
Anwendung atzender Chemikalien. Es kSnnen jedoch zum Zweck der Konservierbng der 
nach dem vorliegendem Verfahren hergestellten Produkte, die im Sprachgebrauch^wch 
als Leiterplatten bezeichnet werden, chemische Substanzen verwendet werden. 

Es sind bereifs Verfahren zum Herstellen diskreter, separater, reproduzierbarer Leiter- 
bahnen, die dauerhaft mit einer Schicht aus nichtleitendem Material verbunden sind be- 
kannt, welche entweder durch Auftragen von Atzreserven auf die leitende Oberschicht 
eines mit einer leitenden Oberschicht bedeckten, nichtleitenden Materials und anschiies- 
sendes Abatzen der nicht mit Atzreserve abgedeckten Teile der leitenden Oberschicht 
ausgeubt werden, oder bei denen zwischen diskreten Leiterbahnen Teile der leitenden 
Oberschicht - ggf auch Teile der nichtleitenden Tragerschicht -auf mechanischem, 
spanabhebenden Wege entfernt werden. 

Die bekannten chemischen Verfahren, bei denen Teile der leitenden Oberschicht durch 
Atzen entfernt werden, setzen die Bestandigkeit der nichtleitenden Tragerschicht (im 
allgememen Kunststoff-Trdgerschichten auf Epox/dharz- oder Hartpapier-Basis) gegen 
chemische EinflUsse und Feuchtigkeit voraus. Die bekannten spanabhebenden Verfahren 
setzen eine relativ hohe mechanische Bestandigkeit der Tragerschicht und deren Unemp- 
fmdl.chkeit gegenuber der bei der mechanischen Bearbeitung mit spanabhebenden Werk- 
zeugen auftretenden, reibungsbedingten TemperaturerhQhung voraus und sind auBerdem 
nur fur relativ einfach geformte Leiterziige zu verwenden, weshalb sich mechanische Ver- 
fahren irn al gemeinen nur fur gradlinige Rasterplatten und sonstige, mit mechanischen 
Mitteln leicht reproduzierbare Leiterbahnmuster durchgesetzt haben. Die Kosten fUr 
mechanisch sehr stabiles bzw. gegen aggressive Chemikalien bestandiges Tragermaterial 
"rrn" , y lr,schafHichen Einsa * z der obigen S/steme, die auch unter dem Sammel- 
begnff gedruckte Schaltungen" bekannt geworden sind, auf vielen Gebieten. 

Der vorliegehdenErfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den oben geschilderten Mangeln 
abzuhelfen und em Verfahren anzugeben, das es gestattet, auf einfaches, billiges Ma- 
terial - vorwiegend papier- oder pappeartige Stoffe, thermoplastische oder andere, bis- 
her n.cht fUr die Herstellung von Leiterplatten verwendbare Kunststoffe - als Tragerschicht 
welche mit einer Witenden Oberschicht - z.B. Kupferfolie - bedeckt bzw. kaschiert ist, 
zurUckzugreifen und so in einfacher Weise diskrete, separate, reproduzierbare, wenn nbtig, 
auch sehr komplex geformte Leiterbahnen herzustellen, die dauerhaft mit einer Schicht aus 
nichtleitendem Material verbunden sind. 

Nach der Erfindung wird ein Plattenmaterial, das aus einer wie im vorigen Absatz be- ' 
jchriebenen Tragerschicht besteht, die einseitig oder beiderseitig mit einer leitenden 
Oberschicht bedeckt .st (s, Anhang Fig. 1), in ein Stanzwerkzeug gebracht, welches 
meiierart.ge Erhebungen an solchen Stelien aufweist, welche den gewUnschten Trennlinien 
zwl*chen den herzustellenden LeiterzUaeji g^V^Jo]^^ 
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Die erwahnten Erhebungen kbnnen jeden Querschnitt haben, der sie befahigt, die 
leitende Oberschicht des Plattenmaterials zu durchtrennen und tief genug in das 
Trdgermaterial einzudringen. Die Erhebungen konnen z.B. keilfSrmig sein (s. An- 
hang Fig. 2). Nach Auslosen des Stanzvorganges wird die leitende Oberschicht des 
Plattenmaterials mittels der messerartigen, beispielsweise keilformigen Erhebungen 
des Stanzwerkzeugs unterbrochen. 

Die messerartigen Erhebungen des Stanzwerkzeugs sind urn ein geringes tiefer in das 
Plattenmaterial einzufUhren, als die Abreiflebene der leitenden Oberschicht ver- 
lauft, damit zwischen den vorgesehenen LeiterzUgen ein Hohlraum entsteht, der nach 
dem Entfernen des Stanzwerkzeugs nicht mehr durch die elastischen Eigenschaf ten des 
Plattenmaterials ganz ausgefullt werden kann (s. Anhang Fig. 3). In einfachen Fallen - 
z.B. bei Verwendung eines nachgiebigen, wenig elastischen Trdgermaterials - genugt 
bereits das EinfUhren der Erhebungen des Stanzwerkzeugs wenige Zehntelrnillimeter 
tief in das TrSgermaterial hinein, urn eine bleibende Formveranderung des Plattenma- 
terials und damit das Entstehen eines genUgend groBen Hohlraums zu erreichen. 

DarUberhinaus ist es moglich, durch eine Bewegung der eingedrungenen Erhebungen 
des Stanzwerkzeugs bzw. des Stanzsfempels gegen das Plattenmaterial in verschiede- 
nen Bewegungsrichtungen - z.B. in zwei Bewegungsrichtungen senkrecht zur Stahz- 
Bewegungsrichtung - den Hohlraum zwischen den getrennten LeiterzUgen zu vergroGern. 

Besteht das Plattenmaterial aus Substanzen, deren Elastizitat so groB ist, daGein nach- 
tragliches Schlieflen des durch das Eindringen der Erhebungen des Stanzwerkzeugs ent- 
standenen Hohlraumes zu erwarten ist, oder ist durch die Gegebenheiten des Verwen- 
dungszwecks des so hergestellten Produkts ein nachtrdgliches Auffullen des Hohlraumes 
mit leitender Substanz zu erwarten, so kann der Hohlraum nach der Bearbeitung im 
Stanzwerkzeug mit einem nichtleitenden Material - z.B. einem Lack auf Kunststoff- 
Basis - ausgefullt werden (s. Anhang Fig. 4). 

Ein elektrischer Kontakt zwischen den LeiterzUgen der nach der Erfindung hergestell- 
ten Leiterplatte und anderen Teilen kann in der Weise hergestellt werden, dal3 die 
Leiterplatten Kbcher erhalten - die z.B. zugleich mit den Trennlinien eingestanzt 
werden - in die KontakttrUger - z.B. Hohlnieten - eingefuhrt werden. Mittels solcher 
Kontakttrager kbnnen die elektrischen AnschlUsse elektrisch leitend mit einzelnen 
LeiterzUgen verbunden werden, wobei die Kontakttrager die zu verbindenden Leiter 
entweder durch mechanischen Druck oder kalten Metal IfluB direkt verbinden oder mit- 
tels warmem Metal Iflufi - z.B. Laten - miteinander verbunden werden. Ein elektrischer 
Kontakt kann auch in der Weise zwischen der Leiterplatte und anderen Teilen herge- 
stellt werden, daG mobile Kontakttrager bestimmte Stellen der Leiterbahnen berUhren. 
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Verfahren zur mechanischen Separierung reproduzierbarer, diskreter Leiterbahnen auf 
mit leitender Schicht bedecktem Isoliermaterial. 

PatentansprUche 

1 . Verfahren zur Separierung reproduzierbarer, diskreter Leiterbahnen auf mit leiten- 
der Schicht bedecktem Isoliermaterial durch Stanzen bzw. Prtigen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die leitende Schicht mit Hilfe eines messerartig wirkenden Teils eines 
Stanz- bzw. Prdgewerkzeugs in das Isoliermaterial so hineingedrUckt wird, dafi sie 
abreiBt und der eindringende Teil des Stanz- bzw. FYagewerkzeugs zwischen den Se- 
parationen der leitenden Schicht isolierende Zwischenraume hinterlaBt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB durch geeignetes Bewegen 
des Stanz- bzw. Prdgewerkzeugs oder seiner Telle gegen die Ebene des zu stanzen- 

den oder zu prdgenden Materials die Zwischenraume, die durch den Stanz- bzw. ftage- 
vorgang entstanden sind, erweitert bzw. vergrbBert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die zwischen den durch 
Stanzen bzw. Pragen separierten LeiterzUgen entstandenen Zwischenraume durch ge- 
eignetes, nichtleitendes Material so weit ausgef'jllt werden, daB ein gegenseitiges Be- 
rOhren der weggebogenen Leiterbahnrader infolge einer durch Elastizitat des verarbei- 
teten Materials bedingten gegenlaufigen Bewegung nicht mehr zu erwarten ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das durch Einpragen bzw. 
Stanzen im Tragermaterial entstandene Druckgefalle durch nachtragliche Behandlung 
nach Anspruch 3 so verandert wird, daB keinerlei Krafte oder RUckstellkrafte mehr auff- 
treten, die in der Lage wBren, die durch Behandlung nach Anspruch 1 oder 2 entstande- 
nen Zwischenraume wieder zusschliefien. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB beliebige innere oder auBe- 
re Konturen einer Leiterplatte durch Stanzen in einem Arbeitsgang mit der Herstellung 
der Leiterbahnen erzeugt werden. 
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6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB durch Erwarmung 
von Teilen des Stanz- bzw. Prdgewerkzeugs die Temperatur des zu bearbeitenden 
Materials einer Leiterplatte in unmittelbarer Umgebung der in das Material eindrin- 
genden Telle des Stanzwerkzeuges so weit erhaht wird, daB den im Material der 
Leiterplatte anldBlich des Eindringens von Teilen des Werkzeugs auftretenden RUck- 
stellkrdften durch thermische Verformung des Materials der Leiterplatte in der Wei se 
entgegengewirkt wird, daB ein nachtrdgliches SchlieBen der zwischen den Leiter- 
bahnen entstandenen Zwischenraume erschwert wird. 

7. . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Stanzwerkzeug mit 
einer messerartig wirkenden Vorrichtung versehen ist, die in ihrer Linienfuhrung den 
Trennlinien zwischen diskreten Leiterbahnen einer herzustellenden Leiterplatte ent- 
spricht und die so dimensioniert ist, daB de nach AuslBsen des Stanz- bzw- Prage- 
vorgangs das zu bearbeitende Leiterplattenmaterial nicht vbllig durchdringt, sondern 
nur in dieses eindringt. 
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Anhang 



Piattenmaterial, bestehend 



Figur 1 
Figur 2 




aus einer nichtleitenden 
Tragerschicht, einseitig 
oder beiderseitig mit einer 
leitenden Oberschicht be- 



Teil eines Stanzwerkzeugs 
mit messerartigen Erhebun- 
gen (beispielsweise keil- 
farmig) und Piattenmaterial 
vor dem Stanzvorgang. 




Figur 3 



Figur 4 



Erklarung: 1 Stanzwerkzeug 

2 nichtleitemte Tragerschicht 

3 leitende Oberschicht 

4 nichtleitendes Full material 



Teil eines Stanzwerkzeugs 
und Piattenmaterial wdhrend: 
des Stanzvorgangs. 



Piattenmaterial mit durch den 
Stanzvorgang entstandenem 
Hohlraum zwischen zwei dis- 
kreten Leiterbahnen, der durch 
nachtragliche Behandlung mit 
einem nichtleitenden Material 
durch dieses ausgefullt werden 
kann. 
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<Desc/Clms PAGE NUMBER 1> 

Description the invention relates to a method for manufacturing more discrete., more separate, reproducing cash conductor tracks, also circuit paths 
mentioned, which are durable connected with a layer from non 'conductive material. It concerns a mechanical method without application of corrosive 
chemicals. However chemical substances used can become the purpose of the KonservierWg of the products prepared after the present method, which 
in linguistic usage you as circuit boards the referred to become. 

There is already methods for manufacturing discrete, separate, reproducible conductor tracks, which are durable connected with a layer from non 
conductive material, known, soft either through jobs of corroding reserves on the conductive top layer, of a non conductive material covered with a 
conductive top layer and subsequent etching corroding reserve covered of the parts of the conductive top layer applied not with becomes, or with those 
between discrete conductor tracks of parts of the conductive top layer - if necessary, also parts of the non conductive carrier layer --on mechanical, 
machine cutting paths remote become. 

The known chemical methods, remote with which parts of the conductive top layer become by corroding, presuppose the resistance of the non 
conductive carrier layer (generally plastic carrier layers on epoxy resin or laminated paper base) against chemical influences and moisture. In addition 
the known machine cutting methods presuppose a relative high mechanical resistance of the carrier layer and their insensitiveness opposite, the friction- 
conditional temperature increase arising with the mechanical working with machine cutting tools and are only for relative simple formed circuit paths to 
be used, why mechanical methods became generally accepted generally only for gradlinige raster plates and other reproducible Leitsrbahnmuster light 
with mechanical means. The costs for mechanical very stable and/or. against aggressive chemicals stable carrier material obstruct the economical use of 
the above systems, which became the also bottom comprehensive term "printed circuits" known, on many fields. 

The instant invention is the basis the object to remedy the lacks described above and indicate a method, it the allowed, on simple, inexpensive material 
- predominantly paper or pappearfiige fabrics, thermoplastic or different, so far not for the production of circuit boards of usable plastics - as carrier 
layer, soft with a aditenden top layer - e.g. Copper foil - covered and/or - is covered to fall back and so reproducible, even if necessary, in simple 
manner discrete, separate, to manufacture very complex formed conductor tracks which are durable connected with a layer from non conductive 



After the invention becomes a plate material, which consists described carrier layer, which is mutual single or covered with a conductive top layer of one 
as in the previous shoulder (S. Appendix Fig. 1), into a punching tool brought, which exhibits measurer-like projections at such locations, the soft 
desired parting lines between the Leiterzuaen which can be manufactured ssntmxeche n. - 
<Desc/Clms PAGE NUMBER 2> 

The mentioned projections can have each cross section, that them capable to split the conductive top layer of the plate material and to penetrate deep 
enough into the carrier material. The projections can e.g. wedge shaped its (S. Appendix Fig. 2). After releasing the punching procedure the conductive 
top layer of the plate material becomes by means of the measurer-like, for example wedge shaped projections of the punching tool interrupted. 
The measurer-like projections of the punching tool are to be introduced around a small deeper Into the plate material, than the tear off-planar of the 
conductive top layer runs, so that between the intended circuit paths a cavity - develops, that after the removal of the punching tool no longer by the 
elastic properties of the plate material whole filled will can (S. Appendix Fig. 3). In simple cases - e.g. with use of a resilient, little elastic carrier material 
- the insertion of the projections of the punching tool few tenths of a millimeter deep is already sufficient into the carrier material inside, in order to 
reach a permanent deformation of the plate material and thus a developing of a sufficient large cavity. In addition it is possible, by a movement of the 
penetrated projections of the punching tool and/or. the punch against the plate material in various directions of movement - z. B. in two directions of 
movement vertical to the punching direction of movement - to increase the cavity between the separated circuit paths. If the plate material from 
substances, whose elasticity is so large that subsequent closing of the cavity resulted from the penetration of the projections of the punching tool is to 
be expected exists, to expect or is by the circumstances of the use of the so prepared product an additional filling of the cavity with conductive 
substance then the cavity can after the processing in the punching tool with a non conductive material - e.g. a varnish on plastic base - filled become 
(S. Appendix Fig. 4). 

An electrical contact between the circuit paths of the circuit board prepared after the invention and other parts can become in the manner prepared that 
the circuit boards Licher obtained - e.g. at the same time with the parting lines in-punched become - into the contact carriers - e.g. Hollow rivets - 
introduced become. By means of such contact carriers the electrical connections can become electrical conductive with single circuit paths connected, 

Metalifluss - e.g. Solders - with one another connected becomes. An electrical contact can also in the manner between the circuit board and other parts 
herge places to become that mobile contact carriers affect specific locations of the conductor tracks. 
<Desc/Clms PAGE NUMBER 3> 

Method to the mechanical separation reproducible, discrete conductor tracks on insulating material covered with conductive layer. 



http://epo.worldlingo.com/wl/epo/epo.html?SEED=DE1690542&SEED__FORMAT=E&A... 8/20/2009 



European Patent Office 



Page 1 of 1 




Claims 1. Method to the separation reproducible, discrete conductor tracks on insulating material by punches, covered with conductive layer, and/or. 
Coin/shape, characterised in that the conductive layer with the help of a measurer-like acting part of a punching and/or. Form die impact into the 
insulating material so pushed becomes that she tears off and the penetrating part of the punching and/or. Form die impact between the separations of 
the conductive layer leaves insulative spaces. 2. Process according to claim 1, characterised in that by suitable moving of the punching and/or. Form die 
impact or its parts against the plane which can be punched or which can be coined/shaped of the material the spaces, by the punching and/or. For 
embossing procedure, extended developed and/or. enlarged become. 3. Process according to claim 1, characterised in that between by punches and/or. 
Coin/shape separated circuit paths developed spaces by suitable, non conductive material ausgsfullt become so far that mutual do not agitate the away 
-bent conductive strip wheels due to one by elasticity of the processed material conditional movement moving in opposite directions no more to be 
expected is. 4. Process according to claim 1, characterised in that by stamping and/or. Punches in the carrier material pressure drop by additional 
treatment according to claim 3 so changed, developed, it becomes that no forces or restoring forces arise more, which would be in the layer, which by 
treatment according to claim 1 or 2 spaces developed again too, - closes. 5. Process according to claim 1, characterised in that arbitrary inner or outer 
contours of a circuit board by punches in one! -. Operation with the production of the conductor tracks generated become. 

<Desc/Clms PAGE NUMBER 4> 

can be worked on. Material of a circuit board in immediate vicinity of the parts of the punching tool penetrating into the material so far increased it 
becomes that the back arising in the material of the circuit board on the occasion of the penetration of parts of the tool stellkrtiften by thermal 
deformation of the material of the circuit board in the manner counteracted becomes that a subsequent reasoning between the leader cleared developed 
spaces is made more difficult. 7.. Process according to claim 1, characterised in that the punching tool is provided with a measurer-like acting 
apparatus, which corresponds to the parting lines between discrete conductor tracks of a circuit board which can be manufactured in its alignment and 
which is so dimensioned that sow after releasing the punching and/or. Embossing procedure the printed circuit board material which can be worked on 
complete does not penetrate, but penetrates only into this. 
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